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3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-S1-MiBM-KWTLiP-410

Nazwa przedmiotu

Podstawy konstrukcji systeméw laserowych

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Basic of laser system design

Obowigzuje od roku akademickiego

2020/2021

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA | BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia stacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-

zmowe

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Inzynierii Eksploatacji i Przemystowych Sys-

teméw Laserowych

Koordynator przedmiotu

Dr hab. inz. Bogustaw Grabas

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 4

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 3

Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zaje¢
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do
Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych

Symbol

Kategoria ofektu

Ma wiedze w zakresie fizyki, obejmujgcg mechanike,
kinematyke, optyke, elektrycznos¢ i magnetyzm, w
szczegolnosci wiedze niezbedng do zrozumienia pod-
stawowych zjawisk fizycznych wystepujagcych we
WO01 | wszelkiego typu maszynach i urzgdzeniach mecha-
nicznych, w tym w systemach umozliwiajgcych ksztal-
towanie i obrébke réznego rodzaju materiatéw oraz w
pojazdach i systemach zwigzanych z technikg uzbroje-
nia.

MiBM1_W02

Ma szczegdtowag wiedze na temat technik wytwarzania
czesci maszyn, w tym technik ubytkowych, bezubytko-
wych,metod spajania materiatéw uwzgledniajgc przy tym
technologie przyrostowe, laserowe, zagadnienia szyb-
kiego prototypowania oraz inzynierie odwrotng, posiada
takze podstawowg wiedze na temat budowy réznego
rodzaju systemoéw stuzgcych do obrobki i ksztattowania
materiatow.

w02 MiBM_W10

Wiedza

Ma szczegdtowg wiedze zwigzang z wybranymi zagad-
nieniami z zakresu budowy maszyn, technologii wytwa-
rzania podstawowych elementéw maszyn i urzgdzen, ich
obstugi, oceny wiasciwosci eksploatacyjnych i zuzycia,
diagnozowania stanu technicznego, technologii naprawy
i bezpiecznego uzytkowania.

W03 MiBM1_W15

Ma wiedze na temat niekonwencjonalnych metod obréb-
ki roznego rodzaju materiatéw, w tym przy wykorzystaniu
W04 |technologii laserowych, plazmowych i innych uwzgled-
niajagc przy tym zagadnienia zwigzane z konstrukcjg
systemow stuzgcych do tego rodzaju celow.

MiBM1_W20

Potrafi zaprojektowa¢ prosty proces technologiczny w
uo1l obszarze mechaniki i budowy maszyn i dobra¢ do tego
celu odpowiednie maszyny i urzadzenia.

MiBM1_U08

Potrafi zaprojektowa¢ zgodnie ze specyfikacja uktad
mechaniczny z zastosowaniem komputerowego wspo-
magania projektowania maszyn, potrafi oceni¢ przydat-
nos¢ rutynowych metod i narzedzi stuzgcych do rozwia- MiBM1_U09
zania prostego zadania inzynierskiego o charakterze
praktycznym w zakresie projektowania, wytwarzania i
eksploatacji maszyn oraz wybrac i zastosowac¢ wtasciwg
metode i narzedzia.

uo2

Umiejetnosci

Potrafi dokona¢ krytycznej analizy sposobu funkcjono-
wania i ocenic istniejgce rozwigzania techniczne, urza-
dzenia, obiekty, systemy, procesy i ustugi w z kresie
u3 budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, potrafi zi-
dentyfikowac i zdiagnozowac¢ problem inzynierski w ob-
szarze mechaniki i budowy maszyn oraz zaproponowac
metody jego rozwigzania.

MiBM1_U10

Ma swiadomos¢ odpowiedzialno$ci za prace wiasna,
rozumie koniecznos¢ podporzgdkowania sie zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za
Kompetencje KO1 wspolnie realizowane zadania. MiBM1_KO04
spoteczne Ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng,
rozumie konieczno$é podporzgdkowania sie zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za
wspolnie realizowane zadania.




TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec”

Tresci programowe

wyktad

1. Elementy teorii wymiany energii przez promieniowanie.

2. Elementy fizyki laserow.

3. Budowa rezonatoréw optycznych i akcja laserowa.

4. Sposoby zasilania (pompowania) rezonatorow.

5. Omowienie zagadnienia podziatu laserow.

6. System transportu wigzki laserowej : optyka, zwierciadta, systemy chtodzenia ele-
mentow optyki

7. Stanowisko robocze i jego elementy : glowica laserowa, systemy dmuchu gazu
technologicznego, elementy budowy i automatyki stotéw roboczych.

8. Systemy chtodzenia i regeneracji osrodkow aktywnych

projekt

Realizacja zadanego projektu z zakresu tresci prowadzonego wyktadu.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Egzamin
ustny

Egzamin

pisemny Kolokwium

Projekt Sprawozdanie Inne

wo1

w02

w03

wo4

X [ X [ X | X

uo1

uo2

uo3

K01

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.m]f Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. . Kolokwium zaliczeniowe. Uzyskanie co najmniej 50 pkt na
wykfad zaliczenie z oceng o
100 pkt mozliwych.
projekt zaliczenie z ocena y\/;grs]kame oceny z zadanych i wykonanych zadan projekto-




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
. . . . . W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
30 15
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. s 49 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 2 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 26 h
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
6. . . 1 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 32 h
" | rze praktycznym
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
8. iy 1,3 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 h
10 Punkty ECTS za modut 3
" | 1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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